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【手続補正書】
【提出日】平成28年12月9日(2016.12.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体ダイ封入方法又は半導体ダイキャリア実装方法であって、
　第一ツール部を提供するステップであり、該第一ツール部は、複数の半導体ダイを該第
一ツール部に関連する位置で保持するように構築及び構成される、ステップ、
　前記第一ツール部に関連する前記位置に半導体ダイを提供するステップ、
　第二ツール部を提供するステップであり、前記第一ツール部及び前記第二ツール部のう
ちの一つは複数の可動挿入部材を有し、該複数の可動挿入部材は、各可動挿入部材によっ
て、前記第一ツール部上に提供された半導体ダイの表面領域上に圧力を加えることを可能
にするように構築及び構成され、前記第一ツール部に関連する前記位置のそれぞれは一つ
以上の可動挿入部材に関連付けられている、ステップ、
　前記第一ツール部と前記第二ツール部との間に空間を規定し、前記半導体ダイが前記空
間内に配置されるように、前記第一ツール部及び前記第二ツール部を組み合わせるステッ
プ、
　前記可動挿入部材に、前記半導体ダイの前記表面領域上に力を加えさせるステップ、
　各可動挿入部材によって加えられる前記力を監視するステップ、
　各可動挿入部材によって加えられる前記力を所定の力に調節するステップ、
　前記第一ツール部及び前記第二ツール部を分離するステップ、及び
　処理された半導体製品を取り外すステップ、
　を含む、方法。
【請求項２】
　各可動挿入部材によって加えられる前記力は、前記所定の力のための設定点を提供され
たＰＩＤ制御の下で調節される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　各可動挿入部材によって加えられる前記力は、前記可動挿入部材に作用する伸縮装置内
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の流体圧によって提供される、請求項１又は請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　各可動挿入部材に対して同じ流体圧が作用する、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記伸縮装置は、少なくとも一つのピストン、蛇腹及び膜を有する、請求項３又は請求
項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記可動挿入部材は、前記可動挿入部材の接触面が、前記可動挿入部材によって力が働
かされる半導体ダイの表面と平行に配列されるように、傾けられる、請求項１乃至５のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　当該方法は、半導体ダイと可動挿入部材との間にプラスチックフィルムを提供するステ
ップを更に含む、請求項１乃至６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記伸縮装置の変形可能部材は、少なくとも一つの可動挿入部材に作用する、請求項１
乃至７のいずれか一項及び請求項５に記載の方法。
【請求項９】
　前記変形可能部材は、シリコン材料等の柔軟な材料を含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記伸縮装置のプレートは、中心点の回りで傾くことによって、二つ又は三つの可動挿
入部材に実質的に等しい力を作用させ、働かせる、請求項１乃至９のいずれか一項及び請
求項５に記載の方法。
【請求項１１】
　前記可動挿入部材に半導体ダイの前記表面領域上に力を加えさせた後に、液体状態の封
入材料を前記空間内に導入するステップ、
　前記空間内の圧力を監視するステップ、
　前記可動挿入部材によって加えられる前記力を、前記空間内の前記圧力に依存する所定
の力に調節するステップ、及び
　前記封入材料を、液体状態から固体状態に固体化させるステップ、
　を含む、請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の半導体ダイ封入方法。
【請求項１２】
　キャリアと前記半導体ダイとの間の接着材料と共に、前記半導体ダイをキャリア上に提
供するステップ、
　前記半導体ダイを前記第一ツール部上に提供する前記のステップにおいて、前記半導体
ダイと共に、キャリアを前記第一ツール部上に提供するステップ、及び
　前記可動挿入部材によって加えられる前記力を前記所定の力に調節しながら、前記接着
材料を硬化させるステップ、
　を含む、請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の半導体ダイキャリア実装方法。
【請求項１３】
　第一ツール部であり、該第一ツール部は、複数の半導体ダイを該第一ツール部に関連す
る位置で保持するように構築及び構成された、第一ツール部、
　第二ツール部であり、前記第一ツール部及び前記第二ツール部は、前記第一ツール部と
前記第二ツール部との間に空間を規定し、前記第一ツール部上に保持される場合に前記半
導体ダイが前記空間内に配置されるように、前記第一ツール部及び前記第二ツール部が組
み合わされることを可能にするように構成され、前記第一ツール部及び前記第二ツール部
のうちの一つは複数の可動挿入部材を有し、該複数の可動挿入部材は、各可動挿入部材に
よって、前記第一ツール部上に提供された各半導体ダイの表面領域上に圧力を加えること
を可能にするように構築及び構成され、前記第一ツール部に関連する前記位置のそれぞれ
は一つ以上の可動挿入部材に関連付けられている、第二ツール部、
　各可動挿入部材によって加えられる力を監視するように構築及び構成された、挿入部材
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力監視装置、及び
　各可動挿入部材によって加えられる力を所定の力に調節するように構築及び構成された
、調節装置、
　を有する、半導体ダイ封入装置又は半導体ダイキャリア実装装置。
【請求項１４】
　当該装置は、
　液体状態の封入材料を前記空間内に導入するように構築及び構成された、充填装置、及
び
　前記空間内の圧力を監視するように構築及び構成された、空間圧力監視装置、
　を有する、請求項１３に記載の半導体ダイ封入装置。
【請求項１５】
　当該装置は、前記可動挿入部材によって加えられる力を、前記所定の力のための設定点
を提供されたＰＩＤ制御の下で調節するように構成された、力制御部を有する、請求項１
３又は請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　当該装置は、前記可動挿入部材に作用する伸縮装置、及び前記可動挿入部材によって加
えられる前記力を提供するように、前記伸縮装置内の流体圧を提供するように構成された
流体流れ装置、を有する、請求項１３乃至１５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１７】
　前記伸縮装置は、少なくとも一つのピストン、蛇腹及び膜を有する、請求項１６に記載
の装置。
【請求項１８】
　前記可動挿入部材は、各可動挿入部材の接触面が、前記可動挿入部材によって圧力が働
かされる半導体製品の表面と平行に配列されるように、傾斜可能に構築及び構成されてい
る、請求項１３乃至１７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１９】
　前記伸縮装置は変形可能部材を有し、該変形可能部材は、少なくとも一つの可動挿入部
材に作用するように構築及び構成されている、請求項１３乃至１８のいずれか一項及び請
求項１６に記載の装置。
【請求項２０】
　前記変形可能部材は、シリコン材料等の柔軟な材料を含む、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記伸縮装置はプレートを有し、該プレートは二つ又は三つの可動挿入部材に作用する
ように構築及び構成されており、該プレートは各挿入部材に実質的に等しい力を加えるよ
うに中心点の回りで傾斜可能である、請求項１３乃至２０のいずれか一項及び請求項１６
に記載の装置。
【請求項２２】
　請求項１乃至１２のいずれか一項に記載の半導体ダイ封入方法又は半導体ダイキャリア
実装方法を使用する、半導体製品の製造方法。
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